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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に流体吐出ダイを配列し、前記流体吐出ダイは、ノズルオリフィスが形成され
た上面、及び流体供給穴が形成された底面を有し、
　成形パネルに少なくとも部分的に埋め込まれた前記流体吐出ダイを含む前記成形パネル
を、前記流体吐出ダイの前記流体供給穴と位置合わせされた流体スロット特徴要素を含む
モールドチェイスを用いて形成し、前記モールドチェイスが、前記モールドチェイスの内
面上に剥離ライナを更に含み、前記成形パネルを形成することは、前記モールドチェイス
の前記流体スロット特徴要素の前記内面上の前記剥離ライナを前記流体吐出ダイの前記底
面と接触させて、前記流体供給穴を覆うことを含み、
　前記成形パネルが前記モールドチェイスの流体スロット特徴要素に対応する、前記成形
パネルを貫通して形成された流体スロットを含むように、前記成形パネルから前記モール
ドチェイス及び剥離ライナを解放して、前記流体スロットが前記流体吐出ダイの前記流体
供給穴に流体接続されることを含む、プロセス。
【請求項２】
　前記モールドチェイス及び剥離ライナを解放した後、内部に少なくとも部分的に埋め込
まれた前記流体吐出ダイを含む前記成形パネルを前記支持体から解放することを更に含む
、請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　支持体上に流体吐出ダイを配列し、前記流体吐出ダイは、ノズルオリフィスが形成され
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た上面、及び流体供給穴が形成された底面を有し、
　前記流体供給穴を覆うために前記流体吐出ダイの前記底面上に保護層を分布させ、
　成形パネルに少なくとも部分的に埋め込まれた前記流体吐出ダイを含む前記成形パネル
を、前記流体吐出ダイの前記流体供給穴と位置合わせされた流体スロット特徴要素を含む
モールドチェイスを用いて形成し、前記モールドチェイスが、前記モールドチェイスの内
面上に剥離ライナを更に含み、前記成形パネルを形成することは、前記保護層を前記モー
ルドチェイスの前記流体スロット特徴要素の前記内面上の前記剥離ライナと係合させて前
記保護層を変形させ、前記流体供給穴の上にシールを形成することを含み、
　前記成形パネルが前記モールドチェイスの流体スロット特徴要素に対応する、前記成形
パネルを貫通して形成された流体スロットを含むように、前記成形パネルから前記モール
ドチェイス及び剥離ライナを解放し、
　前記流体スロットと前記流体吐出ダイの前記流体供給穴とが流体接続されるように、前
記流体吐出ダイの前記底面から前記保護層を除去することを含む、プロセス。
【請求項４】
　前記流体吐出ダイの前記底面上に分布された前記保護層の高さが、約１μｍ～約２０μ
ｍの範囲内である、請求項３に記載のプロセス。
【請求項５】
　前記保護層を除去した後、内部に少なくとも部分的に埋め込まれた前記流体吐出ダイを
含む前記成形パネルを前記支持体から解放することを更に含む、請求項３又は４に記載の
プロセス。
【請求項６】
　支持体上に複数の流体吐出ダイを配列し、各流体吐出ダイが、その流体供給穴の上にそ
の後面上に配置された保護層を有し、
　前記複数の流体吐出ダイを含む成形パネルを、モールドチェイス及び前記モールドチェ
イスに結合された剥離ライナを用いて形成し、前記剥離ライナが前記モールドチェイスの
内面を覆い、前記モールドチェイスが、個々の流体吐出ダイの流体供給穴と位置合わせさ
れた、前記複数の流体吐出ダイの個々の流体吐出ダイに対する個々の流体スロット形成特
徴要素を有し、前記成形パネルを形成することは、前記個々の流体吐出ダイの前記保護層
を前記個々の流体スロット形成特徴要素の表面と係合させて前記保護層を変形させ、前記
個々の流体吐出ダイの前記流体供給穴の上に保護シールを形成することを含み、
　前記成形パネルが前記モールドチェイスの個々の流体スロット形成特徴要素に対応し且
つ前記個々の流体吐出ダイの流体供給穴と位置合わせされた、前記成形パネルを貫通して
形成された個々の流体スロットを有するように、前記成形パネルから前記モールドチェイ
ス及び剥離ライナを解放し、
　前記個々の流体吐出ダイ上に配置された前記保護層を除去することを含み、前記除去す
ることにより、前記個々の流体吐出ダイの流体供給穴が、前記成形パネルを貫通して形成
された個々の流体スロットに流体接続される、プロセス。
【請求項７】
　前記個々の流体吐出ダイの前記保護層を前記個々の流体スロット形成特徴要素の表面と
係合させることが、前記個々の流体スロット形成特徴要素の表面を覆う前記剥離ライナと
前記個々の流体吐出ダイの前記保護層を係合させることを含む、請求項６に記載のプロセ
ス。
【請求項８】
　前記成形パネルを形成することが、前記モールドチェイスにおいて成形材料を圧縮成形
またはトランスファー成形することを含む、請求項６又は７に記載のプロセス。
【請求項９】
　前記支持体から前記複数の流体吐出ダイを含む前記成形パネルを解放することを更に含
む、請求項６～８の何れか１項に記載のプロセス。
【請求項１０】
　前記成形パネルを単一化することを更に含み、前記単一化により、それぞれが少なくと
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も１つの流体吐出ダイを含む流体吐出デバイスが形成される、請求項６～９の何れか１項
に記載のプロセス。
【請求項１１】
　個々の流体吐出デバイスは、前記個々の流体吐出デバイスの幅に沿って千鳥配列構成で
端から端まで全般的に配列された一組の流体吐出デバイスを含む、請求項１０に記載のプ
ロセス。
【請求項１２】
　前記流体吐出ダイ上に分布された前記保護層の高さが、約１μｍ～約２０μｍの範囲内
である、請求項６～１１の何れか１項に記載のプロセス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　微細製造プロセス及び微細加工プロセスは、マイクロメータスケールの又はより小さい
デバイス及び構造体が形成され得るプロセスを意味することができる。例えば、微小電気
機械システムは、センサ又は他のデバイスに実装され得る様々な微細構造に対応する。別
の例として、インクジェットプリントヘッドのような微小流体デバイスは、少量（例えば
、マイクロリットル）の液状物質を輸送する、分配（計量供給）する及び／又は処理する
マイクロメータスケール又はより小さいスケールのデバイスに対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００２】
【図１】例示的なプロセスの幾つかの動作を示す流れ図である。
【図２】例示的なプロセスの系統線図である。
【図３】例示的なプロセスの幾つかの動作を示す流れ図である。
【図４Ａ】例示的なプロセスの系統線図である。
【図４Ｂ】例示的なプロセスの系統線図である。
【図５】例示的なプロセスにより形成された例示的なデバイスの幾つかの例示的な構成要
素を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００３】
　図面の全体にわたって、同じ参照番号は、類似するが、必ずしも同じでない要素を示す
。図面は、必ずしも一律の縮尺に従っておらず、幾つかの部品のサイズは、図示された例
をより明確に示すために誇張され得る。
【０００４】
　説明
　デバイスの例は、流体吐出デバイス、流体センサ、ラボオンチップ（ＬＯＣ）デバイス
、集積流体処理デバイス、微小電気機械システム、及び／又は他の係る微細加工されたデ
バイスを含むことができる。係る例において、（流体吐出ダイのような）流体ダイは、パ
ネルへ成形されることができ、この場合、成形パネルは、当該パネルを貫通して形成され
た流体スロットを有することができる。成形パネルは、成形（モールド）材料が投入され
得るモールドチェイスを用いて形成され得る。本明細書で説明される例において使用され
得る例示的な成形材料は、日立化成株式会社が提供しているCEL400ZHF40WGのようなエポ
キシ成形化合物、及び／又は他の係る材料を含むことができる。モールドチェイスは、モ
ールドチェイスの流体スロット特徴要素に対応する流体スロットが成形パネルに形成され
得るように、流体ダイの流体供給穴と位置合わせされ得る流体スロット特徴要素を有する
ことができる。更に、モールドチェイスを用いた成形パネルの形成中に、モールドチェイ
スに投入された成形材料が剥離ライナに接触することができるように、剥離ライナがモー
ルドチェイスの内面に配置され得る。例示的な剥離ライナは、ポリフッ化ビニルフィルム
（polyvinyl fluoride film:ＰＴＦＥ）及び他の類似した材料のような、様々な材料から
形成され得る。
【０００５】
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　幾つかの例において、成形パネルを形成する前に、着脱可能な保護層が流体ダイの流体
供給穴の上に分布され得る。係る例において、保護層は、成形材料が成形パネルの形成中
に流体供給穴に入ることができないように、流体供給穴を覆う及びシールすることができ
る。例示的な保護層は、プラスチックベースの材料（例えば、熱可塑性物質）、金属ベー
スの材料、合金、アクリルベースの材料、Brewer Science, Inc.が提供しているHT10.10
、NovomerInc.が提供している熱分解型ポリマー、及び／又は他の係る材料のような様々
な材料から形成され得る。幾つかの例において、流体吐出ダイ上に分布される保護層の高
さは、約１μｍから約２０μｍの範囲内であることができる。幾つかの例において、流体
吐出ダイ上に分布される保護層の高さは、約５μｍから約１０μｍの範囲内であることが
できる。値に関して使用される場合の用語「約」は、±１０％の範囲に対応することがで
きる。幾つかの例において、着脱可能な保護層は、モールドチェイス（及びその上に配置
された剥離ライナ）の流体スロット特徴要素の一部によるその係合が保護層の変形を生じ
ることができるように、変形可能であることができる。従って、保護層の流体スロット特
徴要素の一部との係合は、流体スロット特徴要素（及びその上の剥離ライナ）と流体ダイ
上の保護層との間に更にシールを形成することができ、その結果、成形パネルの形成中に
成形材料がそれらの間に溜まることができない。
【０００６】
　幾つかの例において、流体ダイは、流体吐出ダイであることができ、流体吐出ダイは、
流体吐出ダイ及び成形パネルがひとまとめにして流体吐出デバイスと呼ばれ得るように、
成形パネルへ成形され得る。これらの例において、成形パネルは、上述されたように形成
された流体スロットを有することができ、この場合、流体スロットは、流体吐出ダイの流
体供給穴に流体接続される。これらの例において、流体は、係る流体スロットを介して、
流体吐出ダイの流体供給穴に伝達（輸送）され得る。幾つかの例において、流体吐出ダイ
はプリントヘッドであることができ、流体吐出デバイスは、本明細書で説明されるように
、貫通して形成された流体スロットを有する成形パネルに少なくとも部分的に埋め込まれ
た少なくとも１つのプリントヘッドを含むことができる。
【０００７】
　プリントヘッドに対応する幾つかの例において、流体吐出ダイは一般に、流体吐出デバ
イスを実装する印刷装置がページ幅印刷プロセスを実行することができるように、成形パ
ネルの幅に沿って端から端まで配列され得る。流体吐出デバイスの他の例において、単一
の流体吐出ダイが成形パネルへ成形され得る。幾つかの例において、流体吐出ダイはスラ
イバーと呼ばれ得る。更に、流体吐出ダイは、シリコン又はシリコンベースの材料を用い
て形成され得る。ノズルのような様々な特徴要素は、二酸化ケイ素、窒化ケイ素、金属、
エポキシ樹脂、ポリイミド、他の炭素系材料などのような、製造に基づいてシリコンデバ
イスに使用される様々な材料から形成され得る。本明細書で説明されるように、スライバ
ーは、約６５０μｍ以下の厚さ、約３０ｍｍ以下の外側寸法、及び／又は約３対１以上の
長さ対幅の比を有する流体吐出ダイに対応することができる。
【０００８】
　更に、本明細書で説明されるような幾つかの流体吐出デバイスは、二次元プリンタ及び
／又は三次元（３Ｄ）プリンタのような、印刷装置に実装され得る。幾つかの例において
、流体吐出デバイスは、印刷装置へ実装されることができ、用紙、粉末ベースの構築材料
の層、反応デバイス（ラボオンチップデバイスのような）などのような媒体上へコンテン
ツを印刷するために利用され得る。例示的な流体吐出デバイスは、インクベースの吐出デ
バイス、デジタル滴定デバイス、３Ｄ印刷装置、薬剤分注デバイス、ラボオンチップデバ
イス、流体診断回路、及び／又は或る量の流体が分注／吐出され得る他の係るデバイスを
含む。幾つかの例において、流体吐出デバイスが実装され得る印刷装置は、層毎の積層造
形プロセスにおいて消耗流体を付着することにより、コンテンツを印刷することができる
。一般に、消耗流体および／または消耗材料は、例えば、インク、トナー、流体または粉
末、又は印刷用の他の生の材料を含む、使用される全ての材料および／または化合物を含
むことができる。一般に、本明細書で説明されるような印刷材料は、消耗流体、並びに他
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の消耗材料を含むことができる。印刷材料は、インク、トナー、流体、粉末、着色剤、ワ
ニス、仕上げ剤、光沢増強剤、バインダ、及び／又は印刷プロセスで利用され得る他の係
る材料を含むことができる。
【０００９】
　さて、図面、特に図１を参照すると、この図は、例示的なプロセス１０の幾つかの動作
を示す。この例において、少なくとも１つの流体吐出ダイが、支持体（キャリヤ）上に配
列され得る（ブロック１２）。成形パネルは、流体スロット特徴要素およびモールドチェ
イスの内面に配置された剥離ライナを有するモールドチェイスを用いて形成され得る（ブ
ロック１４）。係る例において、モールドチェイスの流体スロット特徴要素は、流体吐出
ダイの流体供給穴と位置合わせされ得る。成形パネルは、流体吐出ダイの上面が成形パネ
ルの上面とほぼ平面になることができるように、内部に埋め込まれた少なくとも１つの流
体吐出ダイを含むことができる。成形パネルは、モールドチェイス及び剥離ライナから解
放され得る。モールドチェイス及び剥離ライナから解放されると、成形パネルは、モール
ドチェイスの流体スロット特徴要素に対応する、貫通して形成された流体スロットを有す
ることができる。係る例において、成形パネルの流体スロットは、流体吐出ダイの流体供
給穴に流体接続され得る。
【００１０】
　図２は、例示的なプロセス５０の幾つかの動作を示す系統線図を提供する。この例にお
いて、流体吐出ダイ５２は、支持体５４上に配列され得る（ブロック５６）。幾つかの例
において、支持体５４は、流体吐出ダイ５２の上面５８が支持体５４に接触して一時的に
付着することができるように、一時的な接着面を有することができる。図示されたように
、流体吐出ダイ５２は、流体吐出ダイ５２の上面に形成され、流体滴が吐出され得るノズ
ルオリフィス６２を有するノズル６０を含む。底面６４上において、流体吐出ダイ５２は
、貫通して形成され、且つノズル６０に流体接続された流体供給穴６６を含み、流体が流
体滴としての吐出のために流体供給穴からノズルへ伝達され得るようになっている。更に
、流体吐出ダイ５２は、流体吐出ダイ５２に対する電気接続が容易にされ得る少なくとも
１つの電気接点６８を含むことができる。
【００１１】
　ブロック８０において、成形パネル８２は、モールドチェイス８４の内面に配置された
剥離ライナ８６を有するモールドチェイス８４を用いて形成されることができ、剥離ライ
ナ８６が成形パネル８２の成形材料に接触するようになっている。更に、ブロック８０で
示されるように、モールドチェイス８４は、成形パネル８２へ成形される流体吐出ダイ５
２の流体供給穴６６と位置合わせされる流体スロット特徴要素８８を含む。この例におい
て示されたように、モールドチェイス８４の流体スロット特徴要素およびモールドチェイ
ス８４上に配置された剥離ライナ８６の一部は、成形パネル８２の形成中に流体吐出ダイ
の底面６４に接触し、流体供給穴６６を覆うことができる。
【００１２】
　ブロック１００において、内部に成形された（少なくとも部分的に埋め込まれた）流体
吐出ダイ５２を含む成形パネル８２は、モールドチェイス５４及び剥離ライナ８６から解
放されることができ、その結果、流体スロット１０２が成形パネル８２を貫いて形成され
得る。図示されたように、流体スロット１０２は、流体吐出ダイ５２の流体供給穴６６に
流体接続され得る。ブロック１１０において、支持体５４が、成形パネル８２及び流体吐
出ダイから解放され得る。理解され得るように、流体吐出デバイスは、図２において提供
された例示的なプロセス５０により形成され得る。
【００１３】
　さて、図３を参照すると、この図は、例示的なプロセスにより実行され得る例示的な一
連の動作を示す流れ図１５０を提供する。この例において、流体吐出ダイは支持体上に配
列され得る（ブロック１５２）。係る例において、支持体は、ノズルオリフィスが形成さ
れ得る流体吐出ダイの上面と一時的に結合することができる。流体供給穴が形成され得る
、流体吐出ダイの底面上において、保護層がその上に分布されることができ（ブロック１



(6) JP 6892517 B2 2021.6.23

10

20

30

40

50

５４）、この場合、保護層は流体供給穴を覆ってシールすることができる。
【００１４】
　流体吐出ダイを含む支持体は、成形パネルがモールドチェイスと成形材料とを用いて形
成され得るように、モールドチェイスに近接して配置され得る。係る例において、モール
ドチェイスは、成形パネルへ成形されるべき各流体吐出ダイ用の少なくとも１つの流体ス
ロットの形成を容易にすることができる流体スロット特徴要素を有することができる。更
に、前述されたように、成形パネルへ形成されるべき成形材料が剥離ライナに接触するこ
とができるように、剥離ライナがモールドチェイスの内面に結合され得る。各流体吐出ダ
イの底面に分布された保護層は、流体吐出ダイに対応するモールドチェイスの流体スロッ
ト特徴要素を覆う剥離ライナの一部により係合され得る（ブロック１５６）。各流体吐出
ダイの保護層を流体吐出ダイに対応する流体スロット特徴要素と係合させることにより、
保護層は、変形し、それにより流体供給穴の上にシールを形成する。
【００１５】
　成形パネルは、モールドチェイス及び剥離ライナを用いて形成され得る（ブロック１５
８）。幾つかの例において、成形パネルは、モールドチェイス及び剥離ライナを用いてト
ランスファー成形により、形成され得る。説明されたように、成形パネルは、（ノズルオ
リフィスが形成され得る）流体吐出ダイの上面が成形パネルの上面とほぼ平面になること
ができるように、内部に埋め込まれた流体吐出ダイを含むことができる。成形パネルは、
モールドチェイス及び剥離ライナから解放され得る。成形パネルを解放する際、モールド
チェイスの流体スロット特徴要素に対応する流体スロットが、成形パネルに存在すること
ができる。従って、各流体吐出ダイの底面に配置された保護層は、各流体スロットにおい
て露出され得る。保護層は、各流体吐出ダイの流体供給穴が成形パネルを貫通して形成さ
れた対応する流体供給スロットに流体接続されるように、各流体吐出ダイの底面から除去
され得る（ブロック１６２）。これらの例において、流体スロット特徴要素上に配置され
た剥離ライナと係合した保護層は、成形パネルの形成プロセスにおいて使用される成形材
料が流体吐出ダイの流体供給穴に入ることを防止することができるように、シールを形成
することができる。
【００１６】
　内部に成形された流体吐出ダイを含む成形パネルが支持体から解放されることができ（
ブロック１６４）、成形パネルが単一化され得る（ブロック１６６）。複数の流体吐出ダ
イが成形パネルへ成形され得る係る例において、成形パネル及びその流体吐出ダイは、そ
れぞれ１つの流体吐出ダイを有する流体吐出デバイス、又は複数の流体吐出ダイを有する
流体吐出デバイスへ単一化され得る。デバイスを単一化することは、成形パネルをダイシ
ングすること、成形パネルを切断すること、及び／又は他の係る既知の単一化プロセスを
含むことができる。
【００１７】
　図４Ａ～図４Ｂは、例示的なプロセス２００の幾つかの動作を示す系統線図を提供する
。図４Ａにおいて、ブロック２０２において、流体吐出ダイ２０４は、支持体２０６上に
配列され得る。図示されたように、流体吐出ダイ２０４は、ノズルオリフィス２１０が形
成され得る第１の表面２０８（即ち、上面）を有することができる。第１の表面２０８は
、支持体２０６に配置されて、支持体２０６と着脱可能に結合され得る。各ノズルオリフ
ィスは、流体チャンバ２１２（吐出チャンバとも呼ばれ得る）に対応し且つ流体吐出チャ
ンバ２１２に流体接続され得る。図示されていないが、各流体チャンバ２１２は、流体チ
ャンバ２１２の中で流体の変位を生じさせるように付勢されることができ、次いでノズル
オリフィス２１０を介して流体滴の吐出を生じさせることができる少なくとも１つの流体
アクチュエータを含むことができる。流体吐出ダイの第２の表面２１４（即ち、底面）で
は、流体供給穴２１６が形成され得る。更に、流体吐出ダイは、電気接点２１８を含むこ
とができる。
【００１８】
　２３０において、保護層２３２が流体吐出ダイ２０４の流体供給穴２１６を覆うように
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、保護層２３２が流体吐出ダイ２０４の第２の表面２１４の一部の上に分布される。ブロ
ック２５０において、流体吐出ダイ及び支持体は、内面に配置された剥離ライナ２５４を
有するモールドチェイス２５２を用いて成形パネルの成形が実施され得るように、配置さ
れる。先の例で説明されたように、モールドチェイス２５２は、それと共に形成される成
形パネルに形成されるべき流体スロットに対応することができる流体スロット特徴要素２
５６を有することができる。流体スロット特徴要素２５６は、流体吐出ダイ２０４の流体
供給穴２１６と位置合わせされ得る。この例において、流体吐出ダイ２０４の第２の表面
２１４上に配置された保護層２３２は、流体スロット特徴要素２５６を覆う剥離ライナ２
５４の部分により係合することができ、その結果、保護層は、変形して、当該剥離ライナ
２５４の部分と流体吐出ダイ２０４の第２の表面２１４との間にシールを形成することが
でき、成形材料を用いた成形パネルの形成中に、成形材料が流体供給穴２１６に入ること
が防止され得るようになっている。
【００１９】
　２７０において、成形材料が、モールドチェイス２５２及び剥離ライナ２５４を用いて
成形パネル２７２へ形成される。図示されたように、保護層２３２は、流体スロット特徴
要素を覆う剥離ライナ２５４の部分と流体供給穴２１６が形成される流体吐出ダイ２０４
の第２の表面２１４の部分との間に配置される。図４Ｂにおいて、ブロック３００におい
て、内部に成形された流体吐出ダイ２０４を含む成形パネル２７２が、モールドチェイス
２５２及び剥離ライナ２５４から解放される。流体スロット３０２が成形パネル２７２の
一部を貫通して形成され、この場合、流体スロット３０２は、モールドチェイス２５２の
流体スロット特徴要素２５６に対応する。図示されたように、流体スロット３０２は、流
体供給穴２１６を覆う保護層２３２を露出する。ブロック３１０において、保護層２３２
は、流体スロット３０２が流体供給穴に流体接続されるように、除去された。幾つかの例
において、保護層を除去することは、保護層材料除去剤における湿式浸漬を含むことがで
きる。例えば、保護層材料がHT10.10である場合、成形パネルは、Brewer Science, Inc.
が提供しているWaferBond除去剤に湿式浸漬され得る。ブロック３２０において、支持体
２０６は、成形パネル２７２及び成形パネル２７２の中に成形された流体吐出ダイ２０４
から取り外される。
【００２０】
　図５は、例示的な流体吐出デバイス３００の上面図である。この例において、流体吐出
デバイス３００は、成形パネル３０２及び成形パネル３０２の中に成形された複数の流体
吐出ダイ３０４ａ～３０４ｃを含む。図示されたように、流体吐出ダイ３０４ａ～３０４
ｃは一般に、成形パネル３０２の幅に沿って端から端まで配列される。この例において、
個々の流体スロット３０６ａ～３０６ｃは、流体吐出ダイ３０４ａ～３０４ｃの各行に関
して破線で示される。係る例において、流体吐出ダイ３０４ａ～３０４ｃを含む成形パネ
ル３０２は、本明細書で説明されたように形成され得る。更に、幾つかの例において、成
形パネル３０２は、単一化ライン３０８ａ～３０８ｂに沿って、流体吐出ダイ３０４ａ～
３０４ｃの個々の行を含む流体吐出デバイスへ単一化され得る。他の例において、流体吐
出ダイの全ては、単一の流体吐出デバイス３００に実装されることができ、この場合、流
体吐出ダイ３０４ａ～３０４ｃの各行は、異なる流体を吐出することになる。幾つかの例
において、流体吐出デバイス３００は、ページ幅の固定プリントヘッドの印刷デバイスに
実装され得る。
【００２１】
　流体吐出デバイス３００の例が３組の流体吐出ダイ３０４ａ～３０４ｃと共に示された
が、他の例は、流体吐出システム及び当該例が実施され得るプロセスに基づいて、様々な
配列の流体吐出ダイを含むことができる。
【００２２】
　従って、本明細書で提供された例は、内部に成形された流体吐出ダイを有する成形パネ
ルを含むデバイスを提供することができる。更に、成形パネルは、モールドチェイス及び
モールドチェイスの内面に配置された剥離ライナを用いて形成され得る。更に、モールド
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チェイスは、流体スロット特徴要素を有することができ、それにより形成された成形パネ
ルの中には、流体スロットが形成される。
【００２３】
　先の説明は、説明された原理の例を例示する及び説明するために提示された。この説明
は、網羅的にする、又はこれらの原理を開示された何からの全く同一の形態に制限するこ
とは意図されていない。多くの変更態様および変形態様が当該説明に鑑みて可能である。
従って、図面において提供され及び本明細書で説明された上記の例は、本開示の範囲の制
限として解釈されるべきでなく、本開示の範囲は、特許請求の範囲において定義される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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